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前言

　　随着我国高等职业教育改革的深入，人才培养的目标更加明确，课程设置更加体现工作过程和岗
位要求，基于工作过程的课程体系正成为高等职业教育课程的主流，编写体现这一改革思想的教材已
成为当务之急。
　　本书作者在编写教材过程中，结合北京市示范性高职院校建设的课程改革契机，在相关岗位能力
要求调研的基础上，以“工作任务为线索，实际电子产品为载体，任务实施为导向”作为编写思想，
通过7个工作任务，阐述电子产品设计与制作的全过程。
从多个角度、全方位地体现高职教育的特色。
与同类教材相比，具有以下特点。
　　（1）本教材打破传统的实理脱节、学科本位的教材体系，是一种全新的项目课程教材，它指向
以生产一个具体的、具有实际应用价值的产品为目的的工作任务，以此为基础构建项目形式的学习任
务，并围绕项目的完成过程展开课程内容。
这一结构要求采取项目任务驱动的教学方法，师生双方边教、边学、边做，融理论教学、实践教学、
生产、技术服务于一体，目的在于培养学生的职业能力。
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内容概要

本书根据目前最新的职业教育改革要求，以函数信号发生器为主线，通过7个典型工作任务，介绍电
子产品设计与制作的全部过程，即电路设计、仿真、原理图与PCB设计、PCB制作、焊接、组装、调
试、编制技术文件。
本书注重技能训练，采用工作任务引导教与学，内容贴近电子行业职业岗位要求。
学生通过真实任务的实施，获得所需知识，提高动手能力。
    本书适用于高等职业院校电子信息类、通信类等专业的学生作为教材，同时也可以作为广大电子制
作爱好者的参考用书。
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章节摘录

　　（2）波峰焊的注意事项　　为提高焊接质量，进行波峰焊时应注意以下几点。
　　按时清除锡渣：熔融的焊料长时间与空气接触，会生成锡渣，从而影响焊接质量，使焊点无光泽
，所以要定时（一般为4h）清除锡渣；也可在熔融的焊料中加入防氧化剂，这不仅可防止焊料氧化，
而且可使锡渣还原成纯锡。
　　波峰的高度：焊料波峰的高度最好调节到印制电路板厚度的1／2-2／3处，波峰过低会造成漏焊，
过高会使焊点堆锡过多，甚至烫坏元器件。
　　焊接速度和焊接角度：传送带传送印制电路板的速度应保证印制电路板上每个焊点在焊料波峰中
的浸渍有必需的最短时间，以保证焊接质量；同时又不能使焊点浸在焊料波峰里的时间太长，否则会
损伤元器件或使印制电路板变形。
焊接速度可以调整，一般控制在（0.3-1.2）m／min为宜。
印制电路板与焊料波峰的倾角约为6度。
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